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10.

PATENTE
DE
INTRODUCCION

a favor de Don Angel HERNANDEZ LOPBZ, de nacionalidad es-
paifiola, residente en Barcelona, calle Farigola, 20, por
7»PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UNA LACA PARA HILOS
ELECTRICOS ESMALTADOS”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencion se refiere a un procedi-
miento enceminado & la preparacidon de una laca para hi-
los eléctricos esmaltados, el cual ofrece varias e impor-
tantes ventajas con relacién a todos los métodos de fa-
briocacidén seguidos hasta la fecha para alcanzar el mis-
mo resultado. La laca elaborada de acuerdo oon el obje-
to de la demanda, se destina a los hilos utilizados es-
pecialmente para la formacidon de bobinas de devanado sin
nacleo, los cuales, una vez dotados de dicha laca, que

se aplica a los mismos provistos ya de su capa aislante,
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especialmente a base de un esmalte al fuego, se arrollan
sobre un &nima o macho, en el gque, bajo la accién del
calor, se produce una consolidacidén entre las espiras
por corrimiento y endurecimiento de la oitada laca, de
de manera gque la bobina queda toda ella soldada. Despuds
del enfriamiento puede extraerseel macho.

A tal objeto se conocen diversos tipos de lacas
adhesivas, las cuales, por lo general, estan cémpuestas
por butiraldehidoacetal de polivinilo o también poliemi-
das, obtenidas mediante condensacion de éacidos grasos
bibésicos, preferentemente alifaticos con diamidas, de
preferenoia, también alifaticas. Diohas substancias
dan lugar & lacas pobres en cuerpos lacantes y féocilmen-
tegelatinantes y s6lo pueden ser tratados dificilmente
para el lacado de alambres, requiriendo sltas temperatu-
ras y largos tiempor de cochuras para proporcionar la
union de las bobinas fabricadas a base de hilos esmal-
tados provistos de una laca adhesiva de tal especie.

Los hilos esmaltados con tal laca adherente y fabrica-
dos partiendo de butiral de polivinilo presentan, es
cierto, unas mejores posibilidades de manufactura pero
no satisfacen en lo que afecta a su poder adhesivo.

Segin el procedimiento de la invencidn, se ela-
bora una laoa adherente para hilos esmaltados que esta
constituida por butiraldehidoacetal de polivinilo, que
se caracteriza por una gran adhesividad. Al butiraldehi-
doacetal de polivinilo se le agrege una pequefia cantidad,

especialmente de un 3 a un 10%, de poliamidas, entre las
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que resulian muy adecuadas las obtenidas por condensa-

cion de acidos grasos no saturados di o trimerizados
unidos poliamidas. Ventajosamente se emplean aquellas po-
liamidas cuyo punto de fusidon se halla entre 105 y 180C.

Las lacas adhesivas elaboradas de este modo ha-
cen posible la fabricacidén de hilos esmaltados, que, en
lo gue respecta a su resistencia de unién, son notable-
mente superiores a los preparados usualmente sdélo a ba-
se de butiral de polivinilo. Preferentemente encuentran
empleo los butiraldehidoacetales de polivinilo que po-
seen un bajo grado de polimerizacidn y que, debido a
ello, proporcionan solucidones de poca viscosidad y ri-
cas en cuerpos solidos.

Para preparar la laca se disuelve la misma con
un disolvente usual, tal como acetato de metilglicol o
éster de glicolbutilo. En loes ensayos ha resultado sa-
tisfactoria una mezela de acetato de oresol-butanol-me-
tilglicol con éster de glicolbutilo y bencina de prueba.
La cantidad del disolvente a emplesar depende de las ocon-
diciones de tradajo en cada caso.

Para la mejor comprensidon de la presente memo-
ria descriptiva, se exponen a continuacidn unos ejemplos
placticos para la obtencidn de la laca segin el aludi-

do procedimiento.

Ejemplo 192

Butiraldehidoacetal de polivinilo «..... 15,0%
Poliamida € ° 09 080000000000 080 stsT oy 0,5%
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Mezcla AiS01VeNte eesesscecrceesvsssses B4,5%

(Esta mezcla consta de:

Cresol ........ 10% en peso

Butanol ....... 20% " 7

Acatato de metilglicol ... 26% en peso
Ester de gloocolbutilo .... 14% *» 7

Bencina de 1a08 ..ecec.... 308 7 ¥

Para fabricar la laca se disuelve primero la
poliamida a 120° C. con una cantidad apropiada de cre-
sol y butanol en una solucidn del 10%. Aparte se disuel-
ve el butiraldehidoacetal de polivinilo a unos 60° C. en
el resto de la mezcla de sisolvente, reuniéndose luego

las dos soluciones mezclandolas durante breve tiempo.

Blemplo 22

Butiraldehidoacetal de polivinilo ....... 13,0%
Poliamida ..... Ceeeecrsessereanneraresese 1,1%
Mezola di801Vente «seeeerecsceerssssssses B85,9%
(Esta mezcla consta de:

CTre801 sevvivvasnsssees 15% on peso

Ester de glocolbutilo.. 15% 7

Acetato de etilenglicol.20% ” »

»

Butanol ;ao-.ooo----.noolS% »

n 7y

Xilol T RN ) .u-otnovo359{’

La falsificacion de la laca sa realiza como en
el ejemplo anterior. Las mezclas de laca pueden tratar-

se después en la forma usual.
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Seran independientes del objeto de la invencidn
las proporcionss de las substancias componentes de una
laca para hilos eldctricos fabricada de acuerdo con el
procedimiento, elementos mecanicos y quimicos empleados
para las mazclas y otras operaciones, siempre que las
variaciones que se introduzcan no afecten a su esencia-~

lidad.

NOTA

Se reivindica como objeto de la presente paten-
te de introduccién:

1. Procedimiento para la preparacion de una lacg
para para hilos eléctiricos esmaltados, caracterizado por
el hecho de condensar acidos grasos no saturados, dime-
rizados a trimerigzades, sventualmente combinados ocon po-
liaminas, de modo que se obtiene una poliamida de punto
de fusiodn comprendido entre 105 y 180e C., 1la cual es
adicionada ulteriormente al butiraldehidoacetal de po-
livinilo en la proporcién de 3 a 10% con respeoto a es-
te Gltimo.

2. Procedimiento para la prsparacion de una laoca
para hilos eléctriocos esmaltados, caracterizado por el
hecho, segun la reivindicaoiodona anterior, de obtenerse
la laca mezclando 15% de butiraldehidoacetal de polivi~
nilo 0,5% de poliamida y 84,5% de una composicion disol-

vente integrade por 10% en peso de oresol, 20% id. de
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éster de glicolbutilo y 30% id. de bencina de laca, disol-
viéndose primero la poliamida a 120° C. ocon 1a corres-
pondiente cantidad de cresol y butanol en una solucidn

al 10%, disolvidndose al mismo tiempo aparte el butiral-
dehidoacetal de polivinilo a unos 60° en el resto de la
mezola de @isolvente y procedidndose después a la reunion
de las dos soluciones mezclandolas durante un breve es-
pacio de tiempo.

3. Procedimieﬁto para la preparacioén de una laca
para hilos eléotricos esmaltados, segun la reivindicadion
1, que se caracteriza por el hecho de obtenerse la laca
mezclando 13% de butiraldehidoacetal de polivinilo, 1,1%
de poliamida'y 85,9% de una composioién disolvente inte-
grada por 15% en peso de oresol, 15% 1{d. de éster de gli-
colbutilo, 20% id. de acetato de etilenglicol, 15% 1d, de
butanol y 35% 1d. de xilol, realizandose la fabricacidn
de la mencionads lace disolviendo primero la poliamida
a 120° C. con la correspondiente cantidad de cresol y
butanol en una solucidn al 10%, disolviéndose al mismo
tiempo aparte el butiraldehidoacetal de polivinilo a unes
60° C. en el resto de la mezcla de disolvente y proce-
diéndose despuds a la reunion de las dos soluciones mez-
clandolas durante un breve espacio de tiempo.

4. Procedimiento para la preparacién de una la-

ca para hilos eléctricos esmaltados.

Podo ello segin queda descrito y reivindioca-

do en la presente memoria descriptiva que consta de



siete hojas foliadas, escritas a maquina por una so-
la cara.
Barcelona, a 12 de noviembre de 1959.

Angel HERNANDEZ LOPEZ
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